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Titulo del proyecto

Enlaces laser de altas prestaciones en espacio libre para comunicaciones terrestres y
espaciales en una plataforma de fotdnica integrada

Acréonimo

SoCIoS ENLACE

on Contenido del proyecto
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: El proyecto ENLACE trata de la investigacion y desarrollo de nuevas soluciones desde
AG\ nivel de laboratorio a escala de planta piloto tanto de sistemas completos como de
N

PHOTONICS componentes, arquitecturas o subsistemas incluyendo la integracién de tecnologias
foténicas innovadoras basadas en diferentes rangos de frecuencia que permitan su
posterior aplicacién en sectores industriales de relevancia. En particular, se centrard en la

ssons investigacion de un nuevo enlace éptico de espacio libre, mediante el estudio de nuevos

dispositivos y circuitos de fotdnica integrada (PIC) y canales de comunicacion basados en
laseres de pulsos ultracortos de alta frecuencia de repeticion.
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INLACS

(fABES TIne LEITET Objetivos Generales

Technological Center

Los objetivos del proyecto ENLACE son investigar nuevos subsistemas de fotdnica
AREA DE NEGOCIO integrada en el rango de frecuencia dptica NIR (banda C-L):

Infraestructuras

. Circuitos fotdnicos integrados de transmision
COMSA, S.A.

. Circuitos fotdnicos integrados de recepcion

. Optica adaptativa de fotdnica integrada para correccién atmosférica

. antenas opticas de fotdnica integrada; nuevos subsistemas de fotdnica integrada en
el rango de frecuencia de terahercios y microondas:

DURACION . Generacion fotdnica de sefial de RF (back-up) y THz (point & track),y sistemas

completos en el rango NIR en el sector industrial de relevancia de las

2023- 2025 comunicaciones terrestres y espaciales
. Canal de comunicaciones de enlace dptico de espacio libre, de laser de fibra
PRESUPUESTO TOTAL: Resultados y conclusiones
4.040.657,00€ (subvencién de
2.824.108,39¢€)

Proyecto en ejecucion.

Presupuesto COMSA: 250.484,00€
(subvencion de 127.464,27¢€)

PALABRAS CLAVE

Plataforma Fotdnica

) Subvencionado por el CDTl y apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovacion en el
Comuncaciones

Marco del Programa Misiones de Ciencia e Innovacion vinculadas al PERTE de
Microelectrénica y Semiconductores del afio 2023
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